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• 개발후양산으로이어지는스케일업선순환고리장착

• 우량한양산파이프라인보유(2023.12 기준)
-개발중인프로젝트57건
-개발수주잔고 1,049억원
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Corporate Identity

AP P ROV ED
DE S I GN
PAR TN E R



SoC
SoC 사업부는 Spec-in부터 칩 설계 및 개발보드, F/W, OS포팅까지
개발 전반에 걸쳐 고객이 필요로 하는 부분에 대하여 서비스를 제공합니다.

Business
Overview



자료 : 당사 내부자료

CEO

PS팀

경영
기획본부 영업본부 글로벌

전략본부 DPS본부 DI1 본부 DI2 본부 DI3 본부 SoC본부



자료 : 전자공시 시스템 감사보고서

APPROVED
DES IGN
PARTNER

•

벤처기업 지정

•

• ISO 9001:2015 인증

•

• 소재,부품,장비 전문기업 확인

• 환경경영시스템 ISO 14001 인증

• 대한민국 기업대상 R&D 혁신 분야 대상

• 2023 ‘Semiconductor Review’ SoC 10대 기업 선정
일자리창출 유공 대통령 표창
코스닥[KOSDAQ] 상장 (11/13)



* OSAT: Outsourced Semiconductor Assembly and Test
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통상적인디자인솔루션영역



163명

자료 : 당사 내부자료 (24년 02월 말 기준)
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ASIC 설계자동화 플랫폼구축 Back-end 설계자동화 솔루션 구축

(ASIC 설계자동화플랫폼)
AWorldMagicTM TM

(백엔드설계자동화솔루션)
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자료 : 연결 기준
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자료 : 연결 기준

■ 12nm 이하 ■ 12nm 초과 28nm 이하 ■ 28nm 초과
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Design Service
ASICLAND는 고객사가 요청하는 Application에 맞게 합성부터
GDS Out 까지 다양한 공정의 Design Service를 제공합니다.

Investment
Highlights



TSMC
58.5%

자료 :트랜드포스 , 업계자료

압도적No.1 파운드리인프라 현황 TSMC VCA 매출

53.6 53.4 56.1 58.5

16.3 16.4 15.5 15.8

(37.3) (37.0) (40.6) (42.7)
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2020 2021 2022

에이직랜드 Alchip GUC



* EDA: Electronic Design Automation
* DCA: Design Center Alliance
* VCA: Value Chain Alliance



자료: TSMC 홈페이지, Cadence  
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TSMC  보유 공정 ● Available     ◎ In Development l SAMSUNG 보유 공정 ● Available



자료 : 당사 내부자료, 23년 12월 기준



Product Management Service
ASICLAND는 고객사의 소중한 제품을 대응하기 위한
Chip 제작의 전체적 Flow Service를 제공합니다.

Growth 
Strategy



신규양산
프로젝트 발굴

기존사업
서비스확대



자료 : 당사 내부자료, 2024. 02 기준
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자료: 각 사 Annual reports






